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'ft;^A 1 • Chuan-Sheng Liu 




^ 1 « 



- # 1. ^ & J4 ^ m it ^ >^ ' ^ ^ se. £ 



£b jtjg. ^ ® ' m M ^ M. ^ ^> M ^ ^ ' ffij ^ ^ / #1 R§- 

>t » H * ^ a Jt)|, _L ^ 60 #>/ ^ >t ' na ^ a i4 ^ ^ 



^ m.'l't ^ B^a i4 ^ .Wi 



(— ) - M K ^ M ^ : 
( ^ ) > 4^ ^ ^ 



200 
202 
204 
206 



/t # -a ^ # m ffi ^ : 



a 



^ a 



1^ ^ ^ -J^ -t- (^^^HZ^ '• Flip chip Au bump structure and method of 
manufacturing the same) 

A flip chip Au bump structure and method of 
manufacturing the same are provided. The 
structure is that Au bumps coated with a nickel 
layer and a copper layer located on a chip , 
wherein the nickel layer is coated on a surface of 
the Au bumps and the copper layer is coated on a 
surface of the nickel layer to form a 
n i eke 1 / copper barrier layer. Because of the 
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' i^^H^^ '• Flip chip Au bump structure and method of 

manufacturing the same) 

n i eke 1 / copper barrier layer on the surface of the 
Au bumps, the interfacial reaction between Au 
bumps and solder will be hindered, and it can 
retard fast interfacial reaction of Au-Sn 
interface, whereby avoiding forming cold joint. 
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1^ 4 H 



i - #8^tJl^ (1) 

^ m m M ^itm^n^ 

:$^^m^^m^-ma Jt^Cbump) ^ A ^ U :^ >i: ' 
3. ^ M ^ ^ m ^ - m ^ ^1 ^kigold bum^i) ^ >Sl ^ M 

it :^ " 

' ^ m m ^ B m H ^ ^ 

m ^ M ^ % m( package) > iffj 4- 6t a^a >i ^ -it W >r ® 

^ m m ^ m ^Cfiip chip) *t ^ ^ ^ » * a b^b 
^ ^ # ^ 1^ ^g. B% >H m ^ ^ m ^ % "f- m ^ ^ ^ ^ m ' a 

i§:^;^ii.7t#6^J*f^ ' itP ^> ^ ^ ^ }^ m ^ >i ' 3. ^ 

M ^ ^ m m )^ m ^ ^ K -t > -f^ # a^a >; # ^ 

^4 A 'J- J: ^ ^ ' 0 lib a ^ i'f ^ a # t i ^ - M. 4 a 

i=f ^ 'a 4# ^ ^ ^ a ' ^ ^ 6^; le. a eZ> ^ i% PI* ^ - PCMCIA 

- ^ t5: -ft >^ ^ >^ °° - # ^ J-X A B^a 7F H # o 

ffij ^ ^ ^ ^ t ^ &fj >■ ^ J ' ^1 ;^ a^a B] -L ^/r 

6^ ^ 4 & jtji, . ^ m a Alc it ^ ^ n ° k Mi a ^ §^ m 
^ ^ ^ M M. ±. ' ^ k a ik - ^ ^B m a 

*^i(eutectic solder bump ) >5L ^ h i gh lead 

solder bump) # ° ^ t ♦ a Jt4 ^ ^ >i t> J a >^ ifl 

^ 'h^ it 60 ^- ^(Au-Sn) ^ ® ♦ 5^ * ^ ® ^ f i -4 

i§ ^ ^- 60 ^ ^ 4 'fb ^ <• -k^ % \ m yr^ ' ^ f *o 
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i - ^mt^^M (2) 

it B ^ & ^ ^ BB u ^ ^ ^ tl M ^ if^ m " 

n $^ m » - b^b >h i.o o ji ^ ^ ^ - ^ a jt^ i o 2 « 

'fg|^^1v'Jife'f±6<}^-^>fb'^i^^(cold joint)106 » ig,tb • 

ffi -fc ^'t ^ t 6^ C4( control led collapse chip 

connection) & i^k ^ ^ ^ ^ fA M ' f-fi i^X ^ -ko ^ % — 

Hi. ^ P;? jL ^ £b ^ # 'h^ ia -S. m ' ;!r^ m ffl ^ £7 i4 ^ € 
B^a ^ ^ - A ^4 m, " 
# 

.M it :^ ' J-x i€ ib ^ £7 Jt4 1^ If # fal ^ it m ^/r it ^ ^ ^ 
'1-4 ^- ^ ^ ^ 4 -ft ^ #7 " 

m ^ ^ - a 60 ^ -Jl: - ^ a. B^B ^ £!7 .^i A ^ $i 
m ^ -L ii^ ^ ^ S ' # il: - ^1 1. B^a ^ a Jt^ 

^ i% m ^ ^ - ^B m x ' * i# ^4 ^ ^ ^ -fa ^ - ^ ^ a A 

M ^ ' ^t4l>t#, M^ip^^aJt^^® ' m M M ^ ^ ^ M ^ 
® ' i-X ^ ^/ Rg. p|: >t (barrier layer) ? 

^ m ^ ^ ^ - m. ^ ^ a m ^ M ^ ' ^ # 
^ m ^ i'l^ ^ a - m ^ ^B ^ M ^ ^ ^-k m ' ihM. " 
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i - ^mn.^H (3) 



8% >1 M 



" >\ & H ^ fA ' ^ >f4 ^ ^ -f® ^ vG, Jt4 ^ ^ ;t i-x 

^ A <^ ^ Ba >^ & H -L ' « l-X 4^ ^ B^B >K ^ a^a >i & # ° 

B^B ^ i=f ^ >ir ' i§ ;^ ^ - B^B >i 





m X ^ ih 



- >; ^ # - * ^ ^ ^ ^ B^a 



a 
aa 



^7} PI ^ ' ^ ^ — -I- 



if ii4 ^ B^a >i * # -t- - P4 ^4 ' M ^ ^ & ^ m ^ ^-^ ' 

(Au, Cu, Ni )Sn2 -fb ^ 4^ ♦ f^n # ^ ^ J| F^l g) If >t :±- 

^ AuSn4 >(b ^ 4^ » ® jtb ' # ^ ^ ^ b% ^ i!i ^4 ^ 



if ^1-4 1^ it >^ >^ ^/f it ^ ?A M " 



It ^ # 8^ ^ -h 34 ^ >fe g 6fj - 4* m ^ ^ .f i t& H 
^ ti ' T X 4^ ^ * ^fe ^?'J ' Se> ^ //r m SI ^ ' -f^ # -^a 

:&t, T • 
^ ^fe :^ ^ 

^ — ^ #'J 

^ 2 Bl #, ^ as, 4^ ^1- ^ - ^ - * ^fe ^?'J ^ a: B^a ^ a 
(gold buinp)6\j-&'J®5F^ 



a 
aa 



t* 1^ as 1^ 2 Bl ' ^ m ^ ^ ^ ^ ik Se. 1. ^ 

200 _L ' ^ m tL ^ ^ ^ i^202 - ^1 ^ 204 3. m ^ 



206 ' ^t^ai4202:^f^>^j^^ ^3-150 i^il^^ral » i^^204 
# it ^ a i4202 ^ fir • JL ^ >f >^ ^0. 1 -20 ^ fal " 
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1^ 7 I 



i - ^mt^m (4) 



m 



M it ^ -fH 




B^a ^ £b Jt^ .^^ 6^ ^ it >.fL ^ 



# ^3 B] 



1^ 3 ffil # ii: ^ 2 ffil m ^ ^ ^ a^a ^ £b Jtfe ^H: ^ ^ 

tt # .as ^ 3 Bl ' # «|13 0 0 t ' a^a HI _L fl^ ^ ^ ^4 ' * ^ 
-f?'J ^ M /'t ( e 1 ec t r op 1 a t i ng ) ^ ^ -t ^ >^ ° ^4 ' ^ 



# 3 0 2 t ' ' J. ^ >5- >i 



0 



m. - m M ' J. * ^ -ft -^.J t It >t ^ jfe t ^ >^ - 



9 



r ^ * ^fe iH 



B^a ^ i4 *4 v!t ffi ^ a B^a i=f ^ ^ 4# 



a -sr A ti ^ 1^ ^ fal S im if ^/f >iL ^ ^ ^ vi 4^ ♦ -ko 

AuSn4 ' JL ^ ^ a M ^ I? *^(solder paste) 4l >^ ® /^/f 
fl^ ^ 60 ® ^ 4^ ;^ J-X (Au, Cu, Ni )Sn2 -fb ^ 4^ ^ i ' * ± -fe 
i4 ^ $3lAuSn4 -rt «> 0 jib » 41" ^ ^ >^ € a% ^ a ^ 
^ ^ -Ik ii, JS^ M ^ff ^ ^ ^ f-^ M " 
^ IT ^fe -f?'J 



#. ^ - % ^fe ^?'J ^ € B^B ^ M ^ 60 



^4 -S'J ® 7F 



n %Am « m ^ ^ a m ^ ^ ^ # se. i. 

- B^B >l 4 0 0 ^ - a^a >i 1. # 4 1 0 Fal ♦ ^ M ^ 4^ ^ ^ 
402 ^ ^^404 a>S.^I|5|60^#406 > ^t^«27i^4024:.i%>^ 



.^0 -ji 3 ~ 1 5 0 ^ tI^ fal 



60 If '^44 06 ^ a - i 
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^81 



^^at^^H (5) 



^ 4 -it 0 . 7 ~ 3 . 0 w t % Fel o yf 4 0 4 # M ;^ ^ 



8^ 4^ ;5fe <?'J ffi B^a ^ i-f ^ 6^ ^ it ;^.tL 



1 -i^*- ^ 



4" ^5 



^ 5 ffil ^ 4 



^# m ^ a a^a ^ i=f ^ ^ ^ I 



tt # A3 1^ 5 Bl ' ^ ^500 t ' a^a K _L ^ ^ & Jtfe ' ^ 



^?'J ^ t M ^ ^ t M " ' 5 0 2 t ' ^ ^ 




^IF 55- #J ^ ^ ^ ^ Jfe 



}^ " ^ ' it ^ # ^ 5 0 4 ' m m ' 1-x ^ ^ -fSl B^a 



(die) » 
1^ # ' 



e # ^506 ' ;^B^B>i & ^ Jl - ^ m ^ 

^ ^ ' 3. ^ ^ m ^ 



^0.7-3.0 vitx^m " ' ^ ^ ^508^ ' 

^ ^ m ^ ^ m ' i-^t ^ ^ ^ a ^ ^ 4151 If ^14 » ^4 ' ^ ^ 
11^510 t ' it # is #f (ref low) » 

# ^ ;5fe ^?'J ^ m ffi t. B^a ^ -il 4t • ^ ^ m.^ 



( Cu , N i )6 Sns -fb 4^ ' m J-X ^ A 1^ 'fS. ^ 1^ II fal a i© if ^ >^ 
^ ^ ^ ^ M "it >^ ^i^ » :{to AuSn4 ' # "sr ^ >^ ^ a M 



^ li,^ If # '^^ i^ ife ^/t it ^ P-l 



4^ # J-X 4^ E :ito -L ' Pk ^ 4^ ^ a 

^ # ' ^ -f^r f itb :JiL # ^ ' -fc ^ ^ ^ ^ # ^ # # 
#0 II. g) 1^ . t'^'^^^^^n$kmi^ ' ig lib 4^ # ^ ti 



If #406 ^ >fi ;^ >H * #41 0 ♦ ^ a 4^ b^b >H 4 0 0 |a >^ 
#410 » 
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%\ ® # ^ m ^ ^ M ^ ^ ^ 7t # * 



^ 2 Bl -^i as 8^ - ^ - ^ ^fe #J 



a^a ^ a i4 6^ 



1^ 3 ai ^ it ^ 2 il m 1. ^ a i4 .^i 6^ 

^ 4 ffl ^ B3 4^ -fl- - ^ — ^ ^fe <?'J ^ € a^B ^ ^ 



M ^'J ® 7F 



5 il # ^ 4 Bl i# m ffi ^ € B^B ^ i-t ^ 6^ I 



il ^ # ^ 

100 - 400 



B^a )^ 



102 - 202 - 402 : ^Ai^ 
104 : If ^N- 

106 : ^ ^- ^ 'fb ^ 4i7 (col d joint) 

204 - 404 : 

206 : m ^ 

406 : ^ ^ 6ij If 

410 : B^a >H & # 

300 - 500 : ^Jp^B^aK-h^^^iOji^ 
302 '502 : >t 
304 
200 
504 



a 
aa 



a 
aa 



i77 f-J 



5 0 6 : ^ iB )^ ^^^X^^-^m^i^¥t 
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10786lwf.pid ^ 12 % 



1. - 



^ a ^ ^ ' ee. 



^ — Ml 



-L ' ^ m ^ 



:y - a ; 

— ;t ' m. ^ m ^ 'J^^ - ± a ^ ^ ' j-^ >^ 

— :fig>t ' ^ M. ^ M ^ ^ ° 

2 . t -I- ^'J ie. ffl ^ 1 II m iilL € B^a ^ a i4 M ' * 



t ^ ^ >^ -it 0 . 1 ~ 2 0 m fal " 

3 . :ito t tt ^ #-J $e. E 1^ 1 iM ^/t ^ ^ vG7 i4 m ' * 

4 . t tf # ^'j $1. la ^ 1 II m iiL a ^ a i4 M ^4 ' * 



t ^ ^J'^ - ^ a ijg. ^ >^ 3 ~ 1 5 0 i|t 4^ TbI ° 

5 . — m. ^ Ba ^ M ^ ^ M ' Se. ^ — B^a >K ^ — B^a >i ^ 

u ^ m ' * ^4 ^ ^ : 

'j^ — ^ a it ♦ -fs. ;5?^ a^a >i Ji ; 



— m ^ ^ ^ ' -fi ;Jr^ 1^ a^B >; ^ # ' ffl a # ^ a^a >i 

^ a^a >H # ° 

6 . :ito t tf 4 ^'J ie. ffl 1^ 5 II ^/t i4t ^ € a^a ^ ^ 6^ *4 ' 

7. ^ t tf 41- ^-J ie. ffl ^ 6 II m i4 ^ a a^a ^ M ^ 6^ M m ' 



^^4^0. 7-3.0 wt%^fBl -> 



C7 



5 II ^/t i4 ^ 1. a^a ^ i-t ^ .^i m ' 



8 . t tf # 'J le. 
^ t ^ ^ >^ 0 . 1 ~ 2 0 4t ^ fal - 

9 . :ka t tt # ^'J ie. SI ^ 5 II m ilt ^ a. B^a ^ ^=t ^ 6^ .^i ' 
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^ 13 I 



^ ^ u M. - ^ a ^ ^ ^ ^ ^2 - \ b 0 ^ ^ fii o 



10. - 




^ a ^ ^ U ^ ' m M. ^ - 



a 
aa 



X ' ^ ^ ^ ^ ■ 



X ^ - ^ a i^k ' 



^ - ^ a ^ ^ ^ - ^ ' 



^ ^ ^ ^ ^ — m M " 



11. t tf # ^'J Ie. la 1^ 1 0 ^/t iiik ^ ^ B^a ^ vG, i4 M M 



12. :ito t tt * #'J ie. SI ^ 1 0 3l ^ i4 ^ € a^B ^ a i4 ^ 

^ ^ € ^ >ir » 

13. tJto t tf # ^>J le. S 1^ 1 0 ^/T it ^ 1. a^a ^ i4 >f4 

it ^ ' ^ ^ s. :}^^ - ^ a ik,^ ^^t^^. ^^P^tL 

14. ^ ^ n ^- M ^ m ^ ^ ^ ^ a m ^ 

liit:^>^ ' ^t;^r^s^^:J/^-^&Jt^^®^t^#. ^^^^^ 

^ ^ € M ° 

15. t tt ^ ^'J H. SI ^ 1 0 ^- it ^ a. B^a ^ a Jtfe M ^ 



16. :i{o t tt * ^'J le. ffl 1^ 1 0 //f it ^ a. a^a ^ i4 ^ 



^it^^i: ' ^ ^ %^ ^ ^ ^ m M ^ P ^ h 
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1^ 14 I 



17. - m ^ A M ^ :^ }i: ' i^^m^-^a)^n-^By, 
^ # ' ^ 1^ ^ ^ ^ : 

^ - m )^ s. - ^ a ^k. : 

;!?^ J- :]^^ - ^ £b i4 ^ & ^ - >t ' 

i77 #i IB ; 

n ^ m - ± a ^ M ^ m ^ ^ " 

1 8 . t tt * #'J le, il ^ 1 7 JM m it a. B^a ^ ^ ^ ' 

^ ^ ^ n n ±. "s^i^ - ^ a ^ ^ tL % -> 

1 9 . :i(o t tf # IE g| ^ 1 7 m i4 a. B^a ^ it ^ >5- >ir ' 

^ ^ ^ %^ ^B m ±. ^ - ^ a ^ ^ tL ^ % ^ 

2 0 . ^ t tf # ^ >J IE ffl ^ 1 7 m i4L ^ l: a^a ^ i=t ^ :^ >ir ' 

2 1 . t tt ^ ^'J IE IS ^ 1 7 ^/f it 4^ B% ^ i=f ^ ;r >t ' 

22. t tt # ^'i la SI ^ 1 7 ^/f it ^ € a^a ^ it ^ >5r ' 

^ t tt ^ ^ - ^ tG; i4 1^ -i^ ^ If # ^ ^1. ' it ^ # it 

^ 1^ o 
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^ 15 K 



1 0786TW 




500 




502 




504 




506 




508 




510 



t tt « # ;g : a B^a ^ a * ^ it 55- 




0 



% 11/15 I . % 12/15 S 




% 15/15 I 



